
2021-2027年中国半导体用

环氧塑封料(EMC) 市场发展趋势与投资可行性报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制
www.abaogao.com

http://www.abaogao.com


一、报告报价

《2021-2027年中国半导体用环氧塑封料(EMC) 市场发展趋势与投资可行性报告》信息及时，

资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获

得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是

把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

       智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国半导体用环氧塑封料(EMC)市场发展趋势与投

资可行性报告》共八章。首先介绍了半导体用环氧塑封料(EMC)行业市场发展环境、半导体

用环氧塑封料(EMC)整体运行态势等，接着分析了半导体用环氧塑封料(EMC)行业市场运行

的现状，然后介绍了半导体用环氧塑封料(EMC)市场竞争格局。随后，报告对半导体用环氧

塑封料(EMC)做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体用环氧塑封料(EMC)行业发展

趋势与投资预测。您若想对半导体用环氧塑封料(EMC)产业有个系统的了解或者想投资半导

体用环氧塑封料(EMC)行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。

 

报告目录：

第.一章环氧塑封料产品概述

 1.1环氧塑封料产品定义

 1.2环氧塑封料的发展历程与产业现况

 1.3环氧塑封料技术发展趋势

 1.4环氧塑封料在半导体产业中的重要地位

 

第二章环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程

 2.1环氧塑封料产品组成

 2.2环氧塑封料产品品种分类

 2.2.1以分立器件封装和集成电路封装两类分类

 2.2.2以EMC所采用的环氧树脂体系分类

 2.2.3以芯片封装外形以及具体应用分类

 2.2.4以EMC的不同性能分类

 2.3环氧塑封料制作过程

 2.4环氧塑封料产品性能

 2.4.1未固化物理性能

 2.4.2固化物理性能



 2.4.3机械性能

 

第三章环氧塑封料的应用及其主要市场领域

 3.1IC封装的塑封成形工艺过程

 3.1.1IC封装塑封成形的工艺过程

 3.1.2IC封装塑封成形的工艺要点

 3.1.3IC封装塑封成形的质量保证

 3.2环氧塑封料的应用领域

 3.2.1分立器件封装

 3.2.2集成电路封装

 

第四章全球半导体封测产业概况及市场分析

 4.1世界半导体封装业发展特点

 4.2世界半导体封装产品的主要生产制造商

 4.3世界半导体封装业的发展现状

 4.3.12019年世界半导体产业与市场概况

 4.3.2世界封测产业与市场概况

 4.4世界封测产业的发展总趋势

 4.5世界封测生产值统计

 

第五章我国半导体封测产业概况及市场分析

 5.12019年我国半导体产业发展状况

 5.2我国集成电路封测业发展现况

 5.2.1我国集成电路产业发展

 5.2.2我国集成电路封测产业发展现况

 5.2.2.1我国IC封测产业市场规模现状

 5.2.2.2我国IC封测厂家分布及产能

 5.2.2.3我国IC封测业的骨干生产企业情况

 5.2.2.4我国IC封测业内资企业在近期的技术发展

 5.3我国半导体分立器件封测业发展现况

 5.3.1我国半导体分立器件生产现况

 5.3.2我国半导体分立器件行业发展特点



 5.3.3我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构

 5.3.4我国半导体分立器件生产厂家情况

 5.3.5我国半导体分立器件市场发展前景

 

第六章世界环氧塑封料产业的生产与技术现状

 6.1世界环氧塑封料生产与市场总况

 6.2世界环氧塑封料主要生产企业概述

 6.3日本环氧塑封料生产厂家现状

 6.3.1住友电木（SumitomoBakelite）

 6.3.2日东电工（NittoDenko）

 6.3.3日立化成（HitachiChemical）

 6.3.4松下电工株式会社（MatsushitaElectric）

 6.3.5信越化学工业（Shin-EtsuChemical）

 6.3.6京瓷化学（KyoceraChemical）

 6.4台湾环氧塑封料生产厂家现状

 6.4.1长春人造树脂

 6.4.2台湾其它环氧塑封料生产厂家现状

 6.5韩国环氧塑封料生产厂家现状

 6.5.1韩国环氧塑封料生产厂家情况总述

 6.5.2三星集团第.一毛织

 6.5.3韩国KCC

 6.6欧美塑封料生产厂家现状

 6.6.1汉高集团（Hysol）

 6.6.2欧美其它环氧塑封料生产厂家现状

 

第七章我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求

 7.1我国环氧塑封料业的发展现状

 7.2我国环氧塑封料业生产企业情况

 7.3我国环氧塑封料业技术水平现况

 7.3.1国内不同性质企业的EMC产品水平分析

 7.3.2国内不同性质企业的EMC技术与产品结构现况

 7.3.3国内不同性质企业在EMC产品与技术研发能力的现况



 7.4我国国内环氧塑封料的市场需求情况

 7.5未来几年我国环氧塑封料行业的发展趋势预测

 7.6我国环氧塑封料的主要生产厂家情况

 7.6.1汉高华威电子有限公司

 7.6.2长兴电子材料(昆山)有限公司

 7.6.3住友电木(苏州)有限公司

 7.6.4日立化成工业（苏州）有限公司

 7.6.5北京首科化微电子有限公司

 7.6.6佛山市亿通电子有限公司

 7.6.7浙江恒耀电子材料有限公司

 7.6.8江苏中鹏电子有限公司

 7.6.9江苏晶科电子材料有限公司

 7.6.10广州市华塑电子有限公司

 7.6.11松下电工（上海）电子材料有限公司

 7.6.12北京中新泰合电子材料科技有限公司

 7.6.13长春封塑料（常熟）有限公司

 7.6.14无锡创达电子有限公司

 7.6.15广东榕泰实业股份有限公司

 

第八章环氧塑封料生产主要原材料及其需求

 8.1EMC用环氧树脂（）

 8.1.1EMC对环氧树脂原料的要求

 8.1.2世界及我国环氧树脂业发展现状

 8.1.3国内环氧树脂产业的原材料供应情况

 8.1.3.1双酚A

 8.1.3.2环氧氯丙烷（ECH）

 8.1.4绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况

 8.2EMC用硅微粉

 8.2.1EMC对硅微粉原料的要求

 8.2.2EMC用硅微粉产品概述

 8.2.3国外EMC用硅微粉产品生产的现况

 8.2.3.1日本EMC用硅微粉的生产现况（）



 8.2.3.2北美EMC用硅微粉的生产现况

 8.2.3.3欧洲EMC用硅微粉的生产现况

 8.2.4国内EMC用硅微粉产品生产的现况
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